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高通与联芯科技成立瓴盛科技  
主打中低端手机芯片组

本刊记者│刁兴玲

瓴盛科技的成立将活跃中低端手机芯片市场，推动中国集成电
路产业的长足发展。

在移动互联网、物联网、云计算、大数

据等的带动下，半导体产业呈现加速增长

的发展趋势，尤其是在我国印发《国家集成

电路产业发展推进纲要》、设立国家集成

电路投资基金等重大战略部署的推动下，

我国集成电路产业迎来重要发展机遇。

5月26日，北京建广资产管理有限公司

（以下简称建广资产）、联芯科技有限公

司（大唐电信科技股份有限公司下属子公

司，以下简称联芯科技）、高通（中国）控股

有限公司（美国高通技术公司下属子公司，

以下简称高通）以及北京智路资产管理有

限公司（以下简称智路资本）共同签署协议

成立合资公司——瓴盛科技（贵州）有限

公司（以下简称瓴盛科技）。

四方优势强强联合

瓴盛科技注册资本近30亿元，其中高

通和联芯科技分别占注册资本的24.133%，

建广资产占34.643%，智路资本占17.091%。

大 唐 电信 在 公 告

中指出，项目实施

后，预计可实现投

资 收 益约 3 . 9 6 亿

元，营业外收入约

2.76亿元，合计对

公 司 产 生 收 益 约

6.72亿元。

作为重要出资

方，建广资产和智

路资本长期致力于

全球半导体产业的

投资布局，成功完

成了多起国际半导体公司的投资并购。智

路资本管理合伙人张元杰表示：“智路资

本致力于为合资公司提供金融、产业资源

以帮助其成长，我们期待此次合作将成为

中美伙伴长期合作的基石。”

高通与中国的 合 作历史已超 过 2 0

年，在3G/4G时代与中国的合作伙伴共

同成长，与合作伙伴成功的合作历史也使

得高通对新公司有更高的期待。美国高

通技术公司执行副总裁兼QCT总裁克里

斯蒂安诺·阿蒙表示：“瓴盛科技的成立

将帮助我们扩展全新的细分市场，进一

步展示了我们对促进中国移动通信产业

发展的长期承诺。”

大唐电信副总裁、联芯科技总经理钱

国良表示：“联芯科技自成立以来，一直致

力于提供领先的移动终端芯片及解决方

案。目前瓴盛科技注入的人员以联芯科技

为主，后续高通以及建广资产和智路资本

的人员也会加入。”

瓴盛科技将高通的先进技术、规模

和产品组合与联芯科技独有的研发能力

以及在中国产业界的深厚资源，建广资产

在中国金融行业的良好关系，以及智路资

本的全球金融、产业生态链资源进行了

结合，合作伙伴间的协同效应有利于推动

本地技术创新。

促进中国集成电路长足发展

在产品布局方面，瓴盛科技主要聚焦

消费类手机市场，希望通过合资提升产品

竞争力，并有效整合公司资源，提高行业占

有率和影响力，经营范围主要是与芯片组

解决方案有关的设计、包装、测试、客户支

持和销售，以及技术开发、技术许可、技术

咨询、技术服务和软件开发。钱国良补充

道，这次合作主要是面向手机市场提供芯

片解决方案，公司初期定位在中低端手机

芯片领域，主攻价格100美元左右的手机细

分市场。

在建广资产投资评审委员会主席李滨

看来，目前瓴盛科技在移动终端芯片方面

发力，但今后可以向IoT和汽车电子等其他

领域延展。瓴盛科技的成立将更多解决方

案带到大众手机市场，也为未来拓展物联

网等新市场打下了基础。

据悉，本次合资项目始于2015年年底，

基于高通和联芯科技两家公司的战略互补

需求而成立，高通是全球领先的无线半导

体厂商，在中高端市场拥有领先地位。一直

以来低端市场被联发科和展讯占据，瓴盛

科技的成立可以助力高通进军低端市场，

而联芯科技借助合资公司的成立也将提升

自身的综合实力。瓴盛科技的成立虽然会

带来市场竞争，但更重要的是将活跃中低

端手机芯片市场，推动中国集成电路产业

的长足发展。

瓴盛科技将注册在贵州贵安新区，相

关合作事项须经有关部门批准，预计合资

公司将于今年晚些时候整合完毕。

 编辑｜孙永杰 sunyongjie@bjxintong.com.cn 

关注·


